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(54) Title: ACCOMMODATING DEVICE FOR RETAINING WAFERS 

(54) Bezeichnung : AUFNAHMEEINRICHTUNG ZUR HALTERUNG VON WAFERN 
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(57) Abstract: The invention relates to an accommodating device for accommodating and retaining wafers, having the following 
characteristics: a retaining surface (lo); retaining means for retaining the wafer on the retaining surface (lo); and compensating 
means (3, 4, 5, 6) for actively, at least partially compensating local and/or global distortions of the wafer, in particular in a locally 
controllable manner. The invention further relates to a device and method for aligning a first wafer with a second wafer using the 
aforementioned accommodating device. 

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Aufnahmeeinrichtung zur Aufnahme und Halterung von Wafern 
mit folgenden Merkmalen: - eine Halterungsflache (lo), - Haltemitteln zur Halterung des Wafers an der Halterungsflache (lo) und -
Kompensationsmittel (3, 4, 5, 6) zur aktiven, insbesondere lokal steuerbaren, zumindest teilweisen Kompensation von lokalen 
und/oder globalen Verzerrungen des Wafers. Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung eine Vorrichtung und ein Verfahren zum 
Ausrichten eines ersten Wafers mit einem zweiten Wafer unter Verwendung einer vorgenannten Aufhahmeeinrichtung. 


